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@ Structure de montage d’'une puce IC dans une montre.

@\ En vue de simplifier le montage et de supprimer les
inconvénients du cablage soudé de la puce IC (4) en
connexion avec le substrat (2}, le tout monté sur une pla-
tine (1) la puce IC (4) est logée dans une fenétre du
substrat (2), ces connexions venant en appui contre des
projections en porte-a-faux (2 1) de la configuration de voie
conductrice imprimeé sur le substrat. Un couvercle d'appui 3 4 30 2
(3) présente en son corps des moyens a ressorts (3a) qui ;\
viennent presser la puce IC (4) contre le platine (1) a

l'intérieur de la fenétre ménagée dans le substrat (2). Un
pliage (2 1) de la patte de connexion, ou alors une creusure,
a cet endroit. dans la surface de la platine, assure une \ .

certaine élasticité 4 la mise en contact ainsi établie entre
les connexions de la puce IC et les voies de la configura-
tion de céblage du substrat.

Avantageusement, une disposition analogue est aussi
adoptée pour le raccordement du vibreur & cristal de
quart2.

Cette structure permet un montage efficace, fiable et
bon marché pour une montre électronique de haute préci-
sion.
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64 Structure de montage d’une puce IC dans une montre.

@ En vue de simplifier le montage et de supprimer les

inconvénients du cédblage soudé de la puce IC (4) en
connexion avec le substrat (2). le tout monté sur une pla-
tine (1), la puce IC (4) est logée dans une fenétre du
substrat (2), ces connexions venant en appui contre des
projections en porte-a-faux (2 1) de la configuration de voie
conductrice imprimé sur le substrat. Un couvercle d'appui 3 4
(3) présente en son corps des moyens a ressorts (3a) qui < >\
viennent presser la puce IC (4) contre le piatine (1) a
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certaine élasticité a la mise en contact ainsi établie entre
les connexions de la puce IC et les voies de la configura-
tion de céblage du substrat.

Avantageusement, une disposition analogue est aussi
adoptée pour le raccordement du vibreur a cristal de
quartz. ’

Cette structure permet un montage efficace, fiable et
bon marché pour une montre électronique de haute préci-
sion.
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Description

La présente invention concerne une struciure de
montage d'une puce IC dans une monire.

On cite, en tant que divulgation d'une structure
de montage d'une puce IC pour piéce d'horlogerie,
les exposés japonais, ouverts au public, numéros
59-138 341, 56-505 44 et 59-120 884. Dans ['art an-
térieur, les voies de la configuration de cablage et
les connexions de la puce IC sont connectées par
des fils d'or a l'aide de soudage ou d'un processus
similaire; de plus, un produit de moulage est utilisé
pour renforcer la fixation.

On cite encore DE-A 2 449 739 qui propose une
structure de montage d'un bloc électronique (3, fig.
1) que I'on peut comparer a une puce IC, bien que le
dispositif antérieurement proposé soit de plus
grande dimension. On note toutefois que dans cette
antériorité allemande, le membre-support (Tréger-
platte 1, fig. 1) est utilisé pour établir la conductivité
électrique entre le bloc électronique (3, fig. 1) et le
substrat (7, fig. 2). Le bloc électronique est encore
enfermé dans un bloc plus grand (6) et des cablages
sont faits entre le bloc électronique (3) et des
pattes de contact (5°) sur le membre-support. Ces
pattes établissent alors le contact amovible avec le
substrat (7). Cette configuration antérieure im-
plique davantage de composants et davantage de
travaux de fabrication (conducteurs électriques 5,
5), ce qui complique le montage.

D'autre part, dans ceite configuration connue,
on n'a pas de «portion terminale de configurations
de cablage surplombant la fenétre dans le substrat
dans laquelle la puce IC est fixée». On n'a donc pas
«des connexions électriques directes obtenues par
une partie élastique pressant la puce IC». Cette pu-
blication antérieure allemande ne méne pas en direc-
tion du but visé par la présente invention.

La méthode de montage classique comprend les
phases de processus du montage de la puce IC qui
sont les processus de connexion de la configuration
de cablage et des connexions de la puce IC par des
fils d'or, le soudage ou un processus équivalent, et
le processus de fixation de la puce IC et de la confi-
guration de céblage par une masse de moulage. De
plus, il est impossible de reconnaitre les dommages
provoqués par ces processus de montage. Par
ailleurs, il est connu que la puce IC et le circuit impri-
mé sont trés chers en comparaison avec les autres
parties de la monire, et le colit du bloc-circuit dé-
pend dans une grande mesure du rendement du pro-
cessus de montage. La présente invention vise de
fagon générale & résoudre les problémes susmen-
tionnés et son but est de réduire le colit de fabrica-
tion en rendant le processus de montage simple et
en permettant ia reconnaissance aisée des dom-
mages pouvant étre intervenus durant le proces-
sus de montage.

Conformément & l'invention, le but visé est atteint
par la présence des caractéres énoncés dans la re-
vendication indépendante annexée.

Les revendications dépendantes définissent des
formes d'exécution de l'objet de l'invention qui sont
particulierement avantageuses du point de vue de
la fiabilité, de la simplicits, de '‘économie, etc.
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Le dessin annexé illustre, & fitre d'exemple, des
formes d'exécution de l'objet de I'invention; dans ce
dessin:

la fig. 1 est une vue en plan d'une forme d'exécu-
tion de linvention,

les fig. 2 et 3 sont des vues en coupe relatives &
lafig. 1,

les fig. 4 & 7 sont des vues en coupe montrant
différents aspecis de détail possibles pour la réali-
sation de la montre selon la fig. 1,

la fig. 8 est une vue en forme concernant une
autre forme d'exécution encore de l'objet de l'inven-
tion, et

les fig. 9 & 12 sont des vues en plan de diverses
formes d'exécution de la puce IC, ces figures mon-
trant notamment comment peut éire faite l'identifica-
tion de la direction correcte de mise en place de la
puce.

On note préalablement que le terme «base» utilisé
ici est synonyme également de platine, cage, bati,
toutes ces dénominations concernant la piéce sur
laquelle les composantes de la montre électronique
sont disposés.

Sur les fig. 1, 2 et 3, qui représentent la montre,
respectivement en plan, en coupe et en coupe, on
voit une platine ou une base 1 formée de résine syn-
thétique, un circuit imprimé (également dénommé
substrat) qui est fait d'une plaque isolante portant
sur une face une configuration conductrice et qui
repose sur la platine 1, et un couvercle de circuit 3
qui présente des propriétés élastiques et sert de
piéce d'appui. Une puce IC (circuit intégré) 4 com-
prend des connexions de sortie pour le moteur pas a
pas, pour la remise & zéro, pour l'unité a cristal de
quariz, pour la tension positive Vpp, pour la tension
négative Vss, pour la connexion de contrdle (test),
pour l'inscription des données, et pour le test de dé-
tection (4) relatif au cristal monomere IC. On a en-
core en 5 l'unité de vibreur a cristal de quartz, en 6
I'ensemble bien connu formant le moteur pas & pas,
avec le rotor, le stator et le bobinage, en 7 la pile et
en 8 la connexion de pile (~) qui est pressée contre
la cathode de la pile 7. D'autre part, sont formés sur
le circuit imprimé 2, en face des connexions de la
puce, des configurations conductrices 2a, 2b, pour
la connexion au moteur pas a pas, 2¢ pour I'électro-
de de commande, 2d pour le drain, 2e pour la tension
positive Vpp, 2f pour la tension négative Vss, pour
la remise & zéro 2g, pour les tests 2h et 2i, et pour
linscription 2j. Un dorage de finition est assuré sur
la surface. Certaines portions de cette configura-
tion sont faites pour étre en surplomb de la fenétre
2k ménagée dans le circuit imprimé pour le position-
nement de la puce IC guidée dans toutes les direc-
tions. On voit qu'aux quatre coins de cette fenétre,
la matiere est enlevée pour assurer une mise en
place facile de la puce, cette structure assurant
que la puce est positionnée correctement par rap-
port & la configuration du cablage du circuit imprimé,
sans risque de déplacement latéral. Ensuite, comme
on le voit & la fig. 3, la puce IC 4 est pressée par la
portion-ressort 3a établie dans la piéce-couvercle
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3. Puisque la platine, ou base, 1 est formée de rési-
ne synthétique, elle présente une légére flexibilité
suffisante pour absorber les variations des hau-
teurs de bossage. (Si une portion concave est for-
mée dans la platine 1, comme cela est moniré par des
lignes pointiliées, la flexibilité et la fiabilité de con-
ductivité sont encore améliorées.) Ainsi, lors du
processus de montage, la puce IC 4 est tournée
dans ['orientation prédéterminée (cette orientation
pouvant étre trouvée par la connexion de test 4, la
fleche 2n étant marquée sur le circuit imprimé au
voisinage de la position que doit prendre la con-
nexion 4l), sur quoi le bloc-couvercle de circuit 3
est mis en place, ce qui achéve aisément le mon-
tage. Des dommages provenant du montage ne de-
vraient pas se présenter du fait de I'absence de
pression thermique et de liaison de soudure ou de
bondage des fils. Si malgré tout quelque dommage in-
tervenait, il serait trés aisé d'y remédier puisqu'il
est possible de changer simplement la puce IC 4 ou
le circuit imprimé 2, aprés avoir enlevé la piéce-cou-
vercle 3. Ainsi, I'aptitude 2 Ia réparation est amélio-
rée. L'unité oscillateur a quariz 5 est guidée dans
sa position en plan dans la concavité en b de la plati-
ne, ses connexions étant pressées contre les posi-
tions correspondantes de la configuration conduc-
trice du circuit imprimé par action d'une portion élas-
tigue 3b du couvercle de circuit 3 et réaction
assurée par la platine 2, ce qui assure la mise en cir-
cuit du vibreur a cristal de quartz.

On va considérer maintenant les fig. 4 a 7 qui re-
présentent différents aspects possibles intéres-
sants de la présente invention.

Dans fa forme d'exécution selon la fig. 4, une
creusure 13 est établie dans la platine approximati-
vement aux mémes positions ol se trouve chacun
des bossages de la puce. Comme il peut y avoir
quelques divergences dans la hauteur h du bos-
sage doré, la construction est établie de facon telle
qu'une portion de la configuration conductrice est
légérement flexible, de fagon & absorber les diver-
gences de hauteur susmentionnées. (Concernant la
relation de la surface de fond de la creusure 1a de
la platine, avec le jeu s de la configuration conduc-
trice et la hauteur h du bossage, il est préférable
d'avoir h>s; en outre, concernant la relation de la
surface inférieure de la puce IC 4 avec la surface
supérieure de I'encoche 1e de la platine et avec le
jeu t, il est préférable d'avoir t>s.) Ainsi, la fiabilité
de la conductivité entre la configuration conduc-
trice et les bossages de liaison peut étre améliorée.
Le couvercle 3 présente une portion repoussée
convexe 3b qui vient en appui sur la face supérieu-
re de la puce IC 4, laquelle se trouve pressée dans
son ensemble du fait de I'élasticité de la piece d'ap-
pui, ou piéce-couvercle 3. La puce IC 4 dépasse
au-dessus de la surface du circuit imprimé 2. Au mo-
ment de la mise en place de la puce, un déplacement
trop grand de la configuration de circuit et des con-
nexions de la puce est empéché par des rebords «
qui subsistent dans les flancs de la puce pour rete-
nir celle-ci.

Dans la forme d'exécution de la fig. 5, I'extrémité
des voies de la configuration conductrice du circuit
imprimé 2 est relevée, comme on le voit en 2I. Par
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fiéchissement de la portion courbée 2, I'absorption
des variations de hauteur de bossage est amélio-
rée, dans le cas représenté a la fig. 5. Par ailleurs,
la pression exercée par la piece-couvercle, ou pie-
ce d'appui 3, est due & une patte 3a, susceptible
d'étre plus élastique qu'une portion convexe.

Dans la forme d'exécution montrée a la fig. 6, il
n'y a pas de bossage doré sur la puce IC 4, mais,
par contre, des bosses ou pointes 2m se trouvent
établies sur le dessus des extrémités de configura-
tion conductrice, en face de chacune des con-

- nexions, non relevées, de la puce IC. A cbté de la

formation d'une pointe dans les lamelles conductri-
ces, on peut utiliser la méthode de formation de ren-
fort 2n (fig. 7) en provoquant une demi-attaque chi-
mique sur une portion des lamelles de configuration
conductrice.

De plus, il est possible de prévoir une structure
sans substrat, comme montré 2 la fig. 7, en établis-
sant la portion de guidage de Ia puce IC sur la pla-
tine.

La fig. 8 représente une autre forme d'exécution
de la présente invention. On y voit une platine de
base 1 composée de résine synthétique et compre-
nant deux ressorts de pression 1d, un circuit impri-
mé 2, une puce IC 4 (la méme que dans les formes
d'exécution précédemment expliquées) et un cou-
vercle d'appui 3. Une fenétre 2k, dont la forme est
approximativement la méme que la forme extérieure
de la puce IC, est ménagée dans la plaque de circuit
imprimé 2, la configuration de voie conductrice ve-
nant en face de chaque connexion de la puce ve-
nant en surplomb dans l'intérieur de la fenétre 2k.
La puce IC 4 est guidée dans la fenétre 2k du cir-
cuit imprimé. Chaque connexion de la puce IC 4 cor-
respond a une extrémité de voie conductrice de la
configuration établie sur le circuit imprimé, et cha-
que connexion est pressée contre la voie conduc-
trice correspondante, par l'action du couvercle
d'appui 3 et des ressorts de pression 1d de la plati-
ne, de fagon a obtenir un contact bon conducteur.
Dans la présente forme d'exécution, la configura-
tion conductrice est établie sur le circuit imprimé, ou
substrat.

Par ailleurs, il est possible d'obtenir les diffé-
rentes performances mentionnées par combinaison
d'éléments des différentes formes d'exécution expli-
quées.

Les fig. 9 a 12 sont des vues en plan de la puce
IC, qui montrent d'autres formes d'exécution pos-
sibles quant aux moyens par lidentification de la di-
rection de mise en place de la puce. A la fig. 9, les
connexions de la puce IC 4 sont situées dans la
méme position que celles de la puce IC 4 de la fig. 1.
Celle-ci comprend les connexions 4a, 4b pour le mo-
teur pas & pas, les connexions 4c et 4d pour l'unité
a cristal de quartz, la connexion 4g pour la remise a
zéro, les connexions 4e et 4f pour les polarités
d'alimentation Vpp et Vss, les connexions 4h et 4i
pour le test de détection de fonctionnement du cir-
cuit, la connexion 4j pour linscription des données
d'ajustement de marche, etc., et la connexion 41 de
test pour la détection relative a la puce IC mono-
meére (une configuration conductrice n'est pas né-
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cessaire en face de cette derniére), toutes les con-
nexions de la puce étant formées de bossages d'or
ou dorées. La direction de mise en place de la puce
IC 4 peut étre identifiée par la seule connexion de
test 41, comme mentionné précédemment. En plus de
cela, comme cela est indiqué par une ligne en traits
mixtes, un biseau angulaire 4m est établi, ce qui sup-
prime toute nécessité didentifier la direction du co-
té de la face active. Ainsi, il est possible d'améliorer
la méthode de mise en place. Il est également bon
que les marquages d'identification 4n (marqués par
une ligne pointillée) soient établis sur la face arriere
(la face opposée & la face active) de la puce IC 4,
en fieu et place du biseau 4m, par le moyen d'une im-
pression ou un moyen similaire. Dans le cas ob la
puce IC présente le biseau angulaire 4m ou le mar-
quage d'identification 4n, il n'est pas nécessaire de
prévoir d'autres moyens pour lidentification de la
direction pour chacune des positions de connexion
comme mentionné ci-dessus.

A la fig.10, la puce IC 41, vue depuis sa face ac-
tive, comprend une série de connexions qui sont:
les connexions de sortie (moteur pas & pas) 41a,
41b, les connexions de cristal de quariz 41c, 41d, la
connexion de remise & zéro 41e, les connexions d'ali-
mentation Vpp, Vss 411, 41g, les connexions de test
41h, 41i et 41j relatives & la puce monomere IC 41,
les connexions de test 41k et 411 de détection con-
cernant le circuit, les connexions 41m, 41n, 41k, 41q,
41r et 4ls pour le réglage de la logique, et les con-
nexions AS 41t, 41u et 41v pour l'ajustage de ia ca-
dence de marche par coupure de voie conductrice
lors du service aprds-vente. Dans ce cas, il est
possible didentifier la direction selon la position &
laquelle la connexion de test 41k est située. De plus,
la direction peut étre identifiée par la différence
des distances entre la connexion Vgs 41g et la con-
nexion AS 41t, et par la différence des espace-
ments latéraux entre les connexions du coté situé au
voisinage de la connexion 41g pour Vss et du cdté
situé au voisinage de la connexion AS 41t. De plus,
il est possible, par exemple, de former la configura-
tion de la connexion de test 41 plus grande que les
autres connexions, comme cela est indiqué par une
ligne en traits fins. De méme, il peut étre bon que la
forme des connexions soit plutdt circulaire, ou d'une
autre forme encore, comme cela n'est pas représen-
t6 aux dessins, au lieu d'étre de forme quadratique,
comme représenté aux dessins.

A la fig. 11, toutes les connexions de la puce IC
42, vue depuis sa face active, sont les mémes que
dans la structure montrée a la fig. 11. Puisqu'il n'y a
pas de connexions au voisinage du flanc 42w,
comme cela est visible aux dessins, il est possible
d'identifier sans difficulté la direction de ce cbté
42w.

A la fig. 12, la puce IC 43 présente toutes ses
connexions situées le long de deux cdtés. Dans la
puce IC 43, le matériau d'une connexion est modifié;
par exemple, la connexion de test 43a est formée
d'un bossage de soudure, tandis que les autres
sont formées d'un bossage d'or, ce qui permet
Identification de la direction par 'aspect de la cou-
leur. De plus, il est possible de pratiquer l'identifica-
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tion du transistor pour former la puce IC, la position
de la résistance, et la position de la configuration
pour connecter chacun des éléments. La hauteur
des connexions peut étre modifiée d'une connexion
a l'autre, des reliefs et des creux peuvent étre pré-
vus sur la face arriére de la puce IC. Une con-
nexion 43a’ peut étre située, & partir du flanc de la
puce, davantage vers l'intérieur que les autres con-
nexions, comme cela est marqué par une ligne en
fraits fins. Linverse est également possible, de
méme que des combinaisons d'une pluralité de con-
nexions peuvent étre utilisées.

Il est possible de combiner entre eux les moyens
précédemment mentionnés pour lidentification de la
direction de la puce IC, ce qui améliore extrémement
la fiabilité. Dans les formes d'exécution précédem-
ment présentées, la face sur laquelle le transistor
et les éléments similaires formant la puce IC se
frouvent situés est considérée comme la face ac-
tive.

De ce qui vient d'étre décrit, il ressort que, selon
la présente invention, les connexions de la puce IC
et les extrémités des voies de configuration conduc-
trices sont pressées ensemble pour obtenir la con-
ductivité électrique, ce qui abolit le processus de
montage par fils conducteurs utilisant des fils d'or,
de la soudure, des bondages. Et du fait que l'on n'a
plus les déchets et I'encrassements produits lors du
processus de montage, il est possible d'omettre la
phase de nettoyage. De plus, puisque la puce IC est
amovible, il est possible d'effectuer I'échange irés
aisément au moment oll se présente un défaut din-
corporation ou un défaut de la puce IC et du circuit
imprimé. Les moyens pour identifier la direction de
disposition de la puce IC, de fagon que la configura-
tion de circuit imprimé et les connexions de la puce
IC soient en correspondance dans la position dési-
rée au moment de la mise en place de la puce IC,
sont établis sur la puce IC elle-méme, ce qui permet
un assemblage trés facile & repérer, et permet ainsi
de prévenir les erreurs d'assemblage. Puisque la
qualité de la portion de contact en projection qui se

- trouve établie sur au moins un des deux éléments

que sont la puce IC et la configuration de céblage
se frouve ainsi améliorée, la fiabilité de la conducti-
vité s'en trouve aussi augmentée.

Revendications

1. Structure de montage d'une puce IC dans une
montre, comprenant:
une puce IC ayant une plurafité de connexions, un
substrat ayant des configurations de céblage qui
sont formées pour arriver en des positions situées
en face de chacune desdites connexions de la puce,
et ayant une fenétre pour maintenir latéralement en
place la puce IC dans le plan du substrat, dans le-
quel les portions dexirémité desdites configura-
tions de cablage surplombent ladite fenétre dans le
substrat, sous une forme de lamelles-ressorts, une
base agencée pour le montage de ladite puce IC et
dudit substrat, et une piéce d'appui pour assurer
une conductivité électrique entre lesdites configu-
rations de cablage et ladite puce IC, par une pres-
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sion a l'aide d'une portion élastique, ladite puce IC
et ledit substrat étant supportés enire ladite base et
ladite piece d'appui.

2. Structure de montage d'une puce IC selon la
revendication 1, caractérisée en ce qu'une projec-
tion (2m) est formée sur au moins un des éléments
que sont [adite puce IC et ladite configuration de ca-
blage.

3. Structure de montage d'une puce IC selon la
revendication 1, caraciérisee en ce que ladite puce
IC est munie de moyens aptes a permetire l'identifi-
cation de la direction de mise en place.

4. Structure de montage d'une puce IC selon la
revendication 1, caractérisée en ce que ladite base
est composée dune piéce de métal recouverie
d'une couche isolante.
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